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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX POUR CIRCUITS IMPRIMES
ET AUTRES STRUCTURES D'INTERCONNEXION -

Partie 2-12: Collection de spécifications intermédiaires pour les matériaux
de base renforcés, recouverts ou non de feuille conductrice —
Stratifié a base d'aramide non tissé collé avec de la résine époxyde,
recouvert de cuivre, d'inflammabilité définie

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalis.'ion c=inposée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a p~ur objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dan. les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Marm s internationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité natioi.. ! intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non ~ouve rnementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroite mert avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord n.re s aeux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniquec ~zprésentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant dorné |jue les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recomriandaticns internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou ¢ lide et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification internationale, les Critéc nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Norm=s internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la noi.~e de la CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le mcrqua e comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand un matériel est déclare cori‘orme a I'une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que cert=ii.> de: éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété inte''ecttzl': nu de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié ¢ > te...~.0oits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence

La Norme internationale CEI"C1219-2-12 a été établie par le comité d'études 52 de la CEl:
Circuits imprimés.

Cette version bilingue, p.bhliée en 2001-05, correspond a la version anglaise.

Le texte anglais de cel.e norme est basé sur les documents 52/772/FDIS et 52/797/RVD.
Le rapport de vote 52/,797/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a I'approbation
de cette norm:.

La version frcngaise de cette norme n'a pas été soumise au vote.
Cotte nunlication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
L 2nnexe ‘A est donnée uniquement a titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette
date, la publication sera

* reconduite;

s supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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6)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MATERIALS FOR PRINTED BOARDS AND OTHER
INTERCONNECTING STRUCTURES -

Part 2-12: Sectional specification set for reinforced
base materials, clad and unclad -
Epoxide non-woven aramid laminate of
defined flammability, copper-clad

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardizati.n co...prising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is 2 promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and e =ctronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards: Thuir preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the “:ubjeci dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmantal ~rgan zations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The |IEC collaborates closei, wtnh the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions deterriined . v agreement between the
two organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters ‘2xpress, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each ‘achnical committee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendations fci inte *nati )nal use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports o. guii'es ..d they are accepted by the National
Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC Nation il Comrnittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possit'= i their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to ind.".cte its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with o..» ¢ its standards.

Attention is drawn to the possibility that shm<_ of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be h=ld . 2spunsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 6724\ -2-12 has been prepared by IEC technical committee 52:
Printed circuits.

This bilingual version, pchlisticd in 2001-05, corresponds to the English version.

The text of this stan.'ard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
52/772/FDIS 52/797/RVD

Full infcrmation on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
vctingindicated in the above table.

vis puablication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Arinex A is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2005. At this date, the publication will be

reconfirmed;

withdrawn;

replaced by a revised edition, or
amended.
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MATERIAUX POUR CIRCUITS IMPRIMES
ET AUTRES STRUCTURES D'INTERCONNEXION —

Partie 2-12: Collection de spécifications intermédiaires pour les matériaux
de base renforcés, recouverts ou non de feuille conductrice —
Stratifié a base d'aramide non tissé collé avec de la résine époxyde,
recouvert de cuivre, d'inflammabilité définie

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEIl 61249 définit les caractéristiques des stratifiés a base d'cran ide
non tissé collé avec de la résine époxyde, recouvert de cuivre, d'inflammabilit¢ definie dont
I'épaisseur est comprise entre 0,05 mm et 6,4 mm.

NOTE Pour désigner ce matériau, la référence: 61249-2-12-FV1-IEC-EP-AP-Cu peut étre utilis ‘e; s'il n'y a pas de
confusion possible, la désignation peut étre réduite a CEI-61249-2-12-FV1.

2 Reéférences normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la ariisente partie de la CEIl 61249.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs cu le. révisions de ces publications
ne s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux « ccoids fondés sur la présente partie
de la CEIl 61249 sont invitées a rechercher la pcrsicilite d'appliquer les éditions les plus
récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Four les références non datées, la
derniére édition du document normatif en référen:e s’applique. Les membres de la CEl et de
I''SO possédent le registre des Normes internationa.~< en vigueur.

CEl 61189-2:1997, Méthodes d'essai pour 'es <matériaux électriques, les structures d'inter-
connexion et les ensembles — Partie 2. n!<thodes d'essai des matériaux pour structures
d'interconnexion

CEIl 61249-5-1:1995, Matériaux po.r ics structures d'interconnexions — Partie 5: Collection de
spécifications intermédiaires pouLr feuilles et films conducteurs avec ou sans revétement —
Section 1: Feuilles de cuivre /nucr 'a fabrication de matériaux de base plaqués cuivre)
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MATERIALS FOR PRINTED BOARDS AND OTHER
INTERCONNECTING STRUCTURES -

Part 2-12: Sectional specification set for reinforced
base materials, clad and unclad -
Epoxide non-woven aramid laminate of
defined flammability, copper-clad

1 Scope

This part of IEC 61249 gives requirements for properties of epoxide non-woven cran.id
copper-clad laminate of defined flammability, in thicknesses of 0,05 mm up to 6,4 mm.

NOTE To designate this material, the reference: 61249-2-12-FV1-IEC-EP-AP-Cu may be used; it "aere is no risk
of confusion, the type designation may be abbreviated to read IEC-61249-2-12-FV 1.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, throvgt refzrence in this text,
constitute provisions of this part of IEC 61249. For dateu rei:rences, subsequent
amendments to, or revisions of, any of these publications do not ap,1y. However, parties to
agreements based on this part of IEC 61249 are encouraged o investigate the possibility of
applying the most recent editions of the normative docum~nt. indicated below. For undated
references, the latest edition of the normative documant "eferred to applies. Members of IEC
and ISO maintain registers of currently valid Internalionc! S.andards.

IEC 61189-2:1997, Test methods for electrical ma‘erials, interconnection structures and
assemblies — Part 2: Test methods for materials for ...cerconnection structures

IEC 61249-5-1:1995, Materials for prini.-d._hoards and other interconnecting structures —
Part 5: Sectional specification set for caoniuctive foils and films with or without coatings —
Section 1: Copper foils (for the mantrazcure of copper-clad base materials)
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